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DESCRIPCION
Dispositivo sensor

CAMPO
La presente solicitud se refiere a un dispositivo sensor que se empuja contra un objeto de medicién para detectar
vibraciones del objeto de medicion.

ANTECEDENTES

Como se describe en el Documento de Patente 1, un dispositivo sensor conocido es empujado contra un objeto de
medicién para detectar vibraciones del objeto de medicién. El dispositivo sensor incluye una carcasa cilindrica y una
unidad de deteccion de vibraciones (sensor de vibraciones) que se aloja en la carcasa. La unidad de deteccion de
vibraciones se fija con tuercas con un elemento piezoeléctrico (que incluye una placa de electrodos), un peso y un
aislador de vibraciones de caucho, por ejemplo, que se inserta secuencialmente en la extremidad posterior de una
sonda de deteccion. La carcasa aloja un resorte que carga elasticamente la unidad de deteccién de vibraciones
desde la parte posterior de la misma para hacer que una punta de la sonda de deteccion sobresalga de la carcasa.
En este dispositivo sensor, la punta de la sonda de deteccion entra en contacto con un objeto de medicion y la sonda
de deteccion es empujada hacia el interior de la carcasa de manera que las vibraciones del objeto de medicién se
transmitan a la sonda de deteccién y actien sobre el elemento piezoeléctrico como variaciones de presion para
causar, por ello, fluctuaciones de tensién. A continuacion, se envia una sefal relativa a la fluctuacion de tensién
desde la placa de electrodos a un circuito de procesamiento de sefales, y se detectan las vibraciones del objeto de
medicion.

El documento DE 196 21 213 A1 describe un dispositivo sensor que incluye un soporte en el que se inserta la
extremidad posterior de una sonda de deteccion, un sensor de vibracion que se sostiene en el soporte y entra en
contacto con la extremidad posterior de la sonda de deteccion a través de un conector del sensor, y un resorte que
entra en contacto con el soporte y carga elasticamente el soporte hacia delante.

El documento JP HO6 84322 U2 describe un dispositivo sensor en el que un elemento piezoeléctrico esta dispuesto
hacia atrds de una sonda de deteccion, y un peso para empujar el elemento piezoeléctrico contra una sonda de
deteccion esta dispuesto hacia atras del elemento piezoeléctrico.

LISTA DE CITAS

DOCUMENTO DE PATENTE
Documento de patente 1: Publicacion de patente japonesa N°. 2008-170387

COMPENDIO

En el dispositivo sensor del Documento de Patente 1, las vibraciones del objeto de medicion no pueden detectarse
con precisiéon en algunos casos. Especificamente, en el dispositivo sensor en el que el resorte estd conectado al
aislador de vibraciones de caucho para cargar elasticamente la unidad de deteccién de vibraciones, la fuerza de
solicitacion del resorte se aplica al elemento piezoeléctrico por medio del aislador de vibraciones de caucho y el
peso en este orden. En consecuencia, las variaciones de presién, excepto las variaciones de presion relativas al
objeto de medicién, se aplican como perturbaciones al elemento piezoeléctrico, de manera que las fluctuaciones de
tension, incluyendo las fluctuaciones de tension relativas a la perturbacion, se producen en el elemento
piezoeléctrico de manera desventajosa.

Por lo tanto, un objeto de la técnica descrita en la presente solicitud es proporcionar un dispositivo sensor que pueda
detectar con precision las vibraciones de un objeto de medicién con un resorte que carga elasticamente una unidad
de deteccion de vibraciones y que hace que sobresalga una punta de una sonda de deteccién.

Un dispositivo sensor segun la presente solicitud incluye una carcasa cilindrica, una unidad de deteccién de
vibraciones y un resorte. La unidad de deteccion de vibraciones incluye una sonda de deteccién, un soporte
cilindrico con fondo que tiene una pared inferior en la que se inserta y se fija una extremidad posterior de la sonda
de deteccion, un elemento piezoeléctrico dispuesto hacia atras de la sonda de deteccién en el soporte y configurado
para entrar en contacto con la extremidad posterior de la sonda de deteccion, y un miembro de empuje sostenido en
el soporte y configurado para empujar el elemento piezoeléctrico contra la extremidad posterior de la sonda de
deteccion. La unidad de deteccién de vibraciones esta dispuesta en la carcasa. El resorte esta dispuesto hacia atras
de la unidad de deteccion de vibraciones, estd configurado para entrar en contacto con el soporte para cargar
elasticamente el soporte hacia delante y hace que una punta de la sonda de deteccion sobresalga de la carcasa. El
dispositivo sensor segln la presente solicitud se utiliza para detectar vibraciones del objeto de medicién empujando
la punta de la sonda de deteccién contra el objeto de medicién.

En el dispositivo sensor segun la presente solicitud, el soporte es cargado elasticamente hacia delante por el resorte
de manera que toda la unidad de deteccion de vibraciéon es cargada elasticamente hacia adelante. Al cargar
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elasticamente el soporte (unidad de deteccién de vibraciones) hacia delante, la punta de la sonda de deteccién
sobresale de la carcasa. Dado que el resorte entra en contacto con el soporte y carga elasticamente el soporte hacia
delante, no se aplica una fuerza de solicitacion del resorte al elemento piezoeléctrico sostenido en el soporte. Es
decir, es posible evitar que la fuerza de solicitacion del resorte que carga elasticamente hacia delante la unidad de
deteccion de vibraciones actie como una perturbacion en el elemento piezoeléctrico. Como resultado, las
vibraciones del objeto de medicion pueden detectarse con precisién mientras el resorte carga elasticamente la
unidad de deteccion de vibraciones y hace que la punta de la sonda de deteccion sobresalga de la carcasa.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
[figura 1] La figura 1 es una vista frontal que ilustra esquematicamente una configuracién de un dispositivo
sensor segun una primera realizacién.
[figura 2] La figura 2 es una vista en seccion transversal que ilustra esquematicamente una configuracion de
un cuerpo de sensor segun la primera realizacién.
[figura 3] La figura 3 es una vista en seccion transversal que ilustra esquematicamente una configuracion de
un cuerpo de sensor segun una segunda realizacion.
[figura 4] La figura 4 es una vista en seccion transversal que ilustra esquematicamente una configuracion de
un cuerpo de sensor segun una tercera realizacion.
[figura 5] La figura 5 es una vista en perspectiva desmontada que ilustra esquemdticamente una
configuracién de un soporte seguln la tercera realizacion.
[figura 6] La figura 6 es una vista en planta que ilustra esquematicamente una configuraciéon de un soporte
metalico segun la tercera realizacion.
[figura 7] La figura 7 es una vista frontal que ilustra esquematicamente una configuraciéon de un soporte de
resina segun la tercera realizacion.
[figura 8] La figura 8 es una vista en planta que ilustra esquematicamente una configuracion del soporte de
resina segun la tercera realizacién.
[figura 9] La figura 9 es una vista en perspectiva que ilustra esquematicamente una configuracién del soporte
segun la tercera realizacion.
[figura 10] La figura 10 es una vista en perspectiva que ilustra esquematicamente la configuracion del soporte
segun la tercera realizacion.

DESCRIPCION DE REALIZACIONES

Se describiran realizaciones de la presente solicitud con referencia a los dibujos. Las siguientes realizaciones son
simplemente ejemplos preferidos en la naturaleza y no pretenden limitar las técnicas dadas a conocer en esta
solicitud, y las aplicaciones o el uso de las técnicas.

Primera realizacion

Se describird una primera realizaciéon de la presente solicitud con referencia a las figuras 1 y 2. Un dispositivo 1
sensor segun esta realizacion ilustrada en la figura 1 es un llamado sensor fijo que esta acoplado a una herramienta
de fijacion no ilustrada y fijado a un objeto de medicién (por ejemplo, una trampa de vapor) para detectar dos
parametros, es decir, vibraciones y una temperatura, del objeto de medicion. El dispositivo 1 sensor se fija al objeto
de medicion mientras que esta en una orientacién vertical, por ejemplo.

El dispositivo 1 sensor incluye un cuerpo 2 del sensor, una antena 3 y un eje 4 de conexién. El eje 4 de conexion es
un eje hueco y que tiene ambas extremidades respectivamente acopladas al cuerpo 2 del sensor y la antena 3 con
tuercas 5 y 6. Aunque no mostrada, la antena 3 incorpora un circuito de procesamiento de sefiales y un transmisor, y
transmite sefales relativas a las vibraciones y la temperatura del objeto de medicidén detectado por el cuerpo 2 del
sensor.

Como se ilustra en la figura 2, el cuerpo 2 del sensor incluye una carcasa 10, una unidad 20 de deteccién de
vibraciones y una unidad 40 de deteccién de temperatura (unidad de termopar).

La carcasa 10 tiene una forma sustancialmente cilindrica e incluye una parte 11 de gran diametro, una parte 12 de
diametro intermedio y una parte 13 de diametro pequefo. La superficie periférica exterior de la parte 11 de gran
diametro tiene una parte 11a de rosca externa a la que esta sujeta la tuerca 5 descrita anteriormente. La superficie
periférica exterior de la parte 13 de diametro pequefio tiene una pieza 13a de rosca exterior que se ha de sujetar a la
herramienta de fijacion descrita anteriormente.

La unidad 20 de deteccion de vibraciones incluye una sonda 21 de deteccién, un soporte 22, elementos 25 y 26
piezoeléctricos, placas 27 y 28 de electrodos, un peso 29, un resorte 31 de Belleville y tapas 32, y esta dispuesta en
la carcasa 10 para detectar (medir) vibraciones del objeto de medicién.

La sonda 21 de deteccién es un miembro de vastago delgado e incluye una parte 21a de gran didametro, una parte
21b de diametro intermedio y una parte 21c¢ de diametro pequefo dispuestas en este orden desde la parte posterior.
La sonda 21 de deteccion esta dispuesta coaxialmente con la carcasa 10 y tiene una punta 21d que sobresale de la
carcasa 10.
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El soporte 22 esta constituido por un soporte 23 metalico interior y un soporte 24 de resina exterior que aloja y sujeta
el soporte 23 metalico. Cada uno del soporte 23 metalico y del soporte 24 de resina tiene una forma cilindrica con
fondo, y esta dispuesto coaxialmente con la carcasa 10.

El soporte 23 metalico incluye una parte 23a de gran diametro y una parte 23b de diametro pequefio que tienen
diferentes didmetros de una pared cilindrica y estan dispuestas en este orden desde la parte posterior. Se forma un
orificio 23d de insercién en una pared 23 inferior del soporte 23 metalico. El soporte 23 metdlico se fija de tal manera
que la extremidad posterior de la sonda 21 de deteccion se inserta en el orificio 23d de insercién de la pared 23c
inferior. Especificamente, la parte 21a de gran didmetro de la sonda 21 de deteccién esta dispuesta en la parte 23b
de diametro pequefo del soporte 23 metdlico, y el lado posterior de la parte 21b de diametro intermedio de la sonda
21 de deteccion esté ubicado en el orificio 23d de insercion de la pared 23c inferior. La parte 21a de gran diametro
de la sonda 21 de deteccion tiene un didmetro mayor que el del orificio 23d de insercion y esta en contacto con la
superficie interior de la pared 23c inferior.

La parte 23b de didametro pequefio del soporte 23 metalico aloja los dos elementos 25 y 26 piezoeléctricos y las dos
placas 27 y 28 de electrodos en la parte posterior de la sonda 21 de deteccién. En concreto, en la parte posterior de
la parte 21a de gran diametro de la sonda 21 de deteccion, el primer elemento 25 piezoeléctrico, la primera placa 27
de electrodos, el segundo elemento 26 piezoeléctrico y la segunda placa 28 de electrodos estan dispuestos en este
orden desde la parte frontal y estan en contacto entre si. El primer elemento 25 piezoeléctrico esta dispuesto en
contacto con la extremidad posterior (parte 21a de gran didmetro) de la sonda 21 de deteccion. La superficie interior
de la parte 23b de diametro pequeno del soporte 23 metélico tiene una parte 23e de guia que soporta las periferias
exteriores de los elementos 25 y 26 piezoeléctricos y las placas 27 y 28 de electrodos. Aunque no se muestran, cada
una de las dos placas 27 y 28 de electrodos esté conectada al circuito de procesamiento de sefales de la antena 3
mediante una linea de sefales. Es decir, la linea de sefial se extiende desde el cuerpo 2 del sensor hasta el interior
de la antena 3 a través del eje 4 de conexién.

El peso 29, el resorte 31 de Belleville y las tapas 32 estan alojados y son sostenidos en el soporte 23 metalico. En
esta realizacion, el peso 29, el resorte 31 de Belleville y las tapas 32 se utilizan para empujar los elementos 25 y 26
piezoeléctricos y las placas 27 y 28 de electrodos desde la parte posterior de las mismas, contra la extremidad
posterior (parte 21a de gran didametro) de la sonda 21 de deteccién, y constituyen un miembro de empuje como se
reivindica en la presente solicitud.

El peso 29 esta dispuesto hacia atras de la segunda placa 28 de electrodo en el soporte 23 metalico, y esta alojado
a través de la parte 23a de gran diametro y la parte 23b de diametro pequefo del soporte 23 metdlico. El peso 29
esta constituido por una cabeza 29a y un eje 29b que estan formados integramente. La cabeza 29a esta ubicada en
la parte 23a de gran diametro del soporte 23 metalico. El eje 29b esta ubicado en la parte 23b de diametro pequefio
del soporte 23 metdlico y esta en contacto con la segunda placa 28 del electrodo. El peso 29 empuja los elementos
25 y 26 piezoeléctricos y los demas componentes contra la sonda 21 de deteccion por su propio peso. El resorte 31
de Belleville esta dispuesto hacia atras del peso 29 en la parte 23a de gran diametro del soporte 23 metalico. El
resorte 31 de Belleville carga elasticamente el peso 29 hacia delante para empujar, por, ello los elementos 25 y 26
piezoeléctricos y otros componentes contra la sonda 21 de deteccion. Las dos tapas 32 estan dispuestas hacia atras
del resorte 31 de Belleville en la parte 23a de gran diametro del soporte 23 metdlico. Cada una de las tapas 32 es un
miembro de disco provisto de una rosca externa sobre la superficie periférica exterior de la misma, y esta atornillado
a la superficie interna de la parte 23a de gran diametro del soporte 23 metalico para ser fijado al soporte 23 metalico.
Las tapas 32 empujan los elementos 25 y 26 piezoeléctricos y otros componentes contra la sonda 21 de deteccion a
través del resorte 31 de Belleville y el peso 29 utilizando una fuerza de apriete del mismo. De esta manera, el peso
29, el resorte 31 de Belleville y las tapas 32 estan en estrecho contacto entre si y empujan los elementos 25 y 26
piezoeléctricos y otros componentes contra la sonda 21 de deteccion.

De esta manera, los elementos 25 y 26 piezoeléctricos son empujados contra la sonda 21 de deteccién por el
miembro de empuje (el peso 29, el resorte 31 de Belleville y las tapas 32) bajo una fuerza predeterminada. En
consecuencia, incluso cuando se aplican vibraciones y una fuerza de un material excepto las del objeto de medicién
a los elementos 25 y 26 piezoeléctricos como perturbacion, esta perturbacion puede absorberse y la influencia de la
perturbacion puede eliminarse.

El soporte 24 de resina esta dispuesto delante del soporte 23 metélico y aloja la parte 23b de didametro pequeno del
soporte 23 metdlico. En esta realizacion, el soporte 23 metdlico se fija (so sostiene) de tal manera que la parte 23b
de diametro pequefio del soporte 23 metdlico se ajusta a presién en el soporte 22 de resina. Se forma un orificio 24b
de insercion en una pared 24a inferior del soporte 24 de resina, y la parte 21b de diametro intermedio de la sonda 21
de deteccion se ajusta en el orificio 24b de insercion.

La unidad 40 de deteccidon de temperatura incluye una placa 41 de contacto (placa de transmisién de calor) y un
miembro 42 de sujecion, y se utiliza para detectar (medir) la temperatura del objeto de medicion. La placa 41 de
contacto es un miembro de placa sustancialmente anular. EI miembro 42 de sujecion sujeta la parte 21c¢ de diametro
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pequefio de la sonda 21 de deteccion y la placa 41 de contacto. El miembro 42 de sujecion tiene una forma
sustancialmente cilindrica y esta alojado (insertado) en una parte de extremidad frontal de la parte 13 de diametro
pequefio de la carcasa 10. La placa 41 de contacto es sostenida por la punta del miembro 42 de sujecién.

El miembro 42 de sujecion tiene un orificio 43 de sonda de deteccion que se extiende axialmente y dos orificios 44 y
45 para cables de termopar, cada uno de los cuales se extiende axialmente. El orificio 43 de sonda de deteccién es
un orificio pasante formado en el centro del miembro 42 de sujecion, y la parte 21c de diametro pequefio de la sonda
21 de deteccién se inserta en el orificio 43 de sonda de deteccién. Los orificios 44 y 45 para cables de termopar son
orificios pasantes que se desplazan 180° entre si con respecto al orificio 43 de sonda de deteccion, y se insertan dos
cables de termopar (no mostrados) en los orificios 44 y 45 para cables de termopar. Cada uno de los dos cables de
termopar tiene una extremidad conectada a la placa 41 de contacto y la otra extremidad conectada al circuito de
procesamiento de sefales de la antena 3. En la carcasa 10, se proporciona un resorte 48 helicoidal que carga
elasticamente el miembro 42 de sujecion hacia la punta de la carcasa 10.

El cuerpo 2 del sensor incluye un resorte 35 helicoidal que carga elasticamente la unidad 20 de deteccién de
vibraciones hacia delante. El resorte 35 helicoidal constituye un resorte reivindicado en la presente solicitud. La
unidad 20 de deteccion de vibraciones se coloca en la carcasa 10 para que pueda moverse en la direccién axial (es
decir, direccion delantera-trasera) de la carcasa 10. El resorte 35 helicoidal esta alojado en la parte 11 de gran
diametro de la carcasa 10, y esta dispuesto hacia atras de la unidad 20 de deteccién de vibraciones. El resorte 35
helicoidal esta dispuesto sustancialmente de forma coaxial con la carcasa 10. Una extremidad (extremidad posterior)
del resorte 35 helicoidal es soportada por un anillo 36 elastico. El anillo 36 elastico esta ajustado en una ranura 11b
formado en la superficie interior de la parte 11 de gran didmetro de la carcasa 10, y recibe una extremidad del
resorte 35 helicoidal.

Por otro lado, la otra extremidad (extremidad frontal) del resorte 35 helicoidal esta en contacto con el soporte 22 de
la unidad 20 de deteccion de vibraciones. El resorte 35 helicoidal esta configurado para cargar elasticamente el
soporte 22 hacia adelante para cargar elasticamente, por ello, la unidad 20 de deteccion de vibraciones hacia
delante de manera que la punta 21d de la sonda 21 de deteccion sobresalga de la carcasa 10. Especificamente, el
soporte 23 metalico incluye una parte 23f de recepcion de resorte que sobresale hacia fuera (radialmente hacia
fuera) desde la pared cilindrica de la parte 23a de gran diametro. Es decir, la parte 23f de recepcion de resorte
sobresale hacia fuera desde un punto medio axial de la pared cilindrica del soporte 22. La otra extremidad del
resorte 35 helicoidal esté en contacto con la superficie posterior de la parte 23f de recepcién de resorte del soporte
23 metalico. El resorte 35 helicoidal carga elasticamente el soporte 23 metdlico hacia delante para cargar
elasticamente, por ello, la unidad 20 de deteccion de vibraciones hacia delante.

En un estado donde la unidad 20 de deteccion de vibraciones es cargada elasticamente hacia delante por el resorte
35 helicoidal de manera que la punta 21d de la sonda 21 de deteccion sobresale una longitud predeterminada, la
parte 23f de recepcién de resorte entra en contacto con una parte escalonada formada por la parte 11 de gran
diametro y la parte 12 de diametro intermedio de la carcasa 10. Es decir, cuando la parte 23f de recepcion de resorte
del soporte 23 metdlico entra en contacto con esta parte escalonada, se restringe el movimiento hacia delante de la
unidad 20 de deteccion de vibraciones.

En el dispositivo 1 sensor descrito anteriormente, la sonda 21 de deteccion es empujada empujando la punta 21d de
la sonda 21 de deteccién contra el objeto de medicion de manera que las vibraciones mecanicas del objeto de
medicién se transmitan a la sonda 21 de deteccion y se apliquen a los elementos 25 y 26 piezoeléctricos como
variaciones de presion. En consecuencia, se producen fluctuaciones de tension en los elementos 25 y 26
piezoeléctricos, y se envia una sefial relacionada con esta fluctuacion de tension desde las placas 27 y 28 de
electrodos al circuito de procesamiento de sefales de la antena 3 a través de lineas de sefial de manera que se
detecten las vibraciones del objeto de medicion (medido). En el dispositivo 1 sensor, el calor (calor de alta
temperatura) del objeto de medicion se transfiere a la placa 41 de contacto, de manera que se produce una
diferencia de potencial entre los dos termopares. Se envia una sefal relativa a esta diferencia de potencial al circuito
de procesamiento de sefales de la antena 3, y se detecta (mide) la temperatura del objeto de medicién. Es decir, la
unidad 40 de deteccién de temperatura segun esta realizacion entra en contacto con el objeto de medicion
empujando la sonda 21 de deteccion y detecta la temperatura del objeto de medicion. Los valores de las vibraciones
y la temperatura del objeto de medicion asi detectado se transmiten de forma inaldmbrica desde un transmisor de la
antena 3 a otro receptor (no mostrado).

Como se ha descrito anteriormente, en el dispositivo 1 sensor segun la primera realizacién, el resorte 35 helicoidal
entra contacto con el soporte 22 (soporte 23 metalico) para cargar elasticamente el soporte 22 hacia delante de
manera que la unidad 20 de deteccién de vibraciones sea cargada elasticamente hacia delante y la punta 21d de la
sonda 21 de deteccién es hecha sobresalir de la carcasa 10. Con la configuracién anterior, no se aplica una fuerza
de solicitacién del resorte 35 helicoidal a los elementos 25 y 26 piezoeléctricos alojados en el soporte 22 (soporte 23
metalico). Es decir, es posible impedir que una fuerza de solicitacion del resorte 35 helicoidal que carga
elasticamente la unidad 20 de deteccién de vibraciones hacia delante actie como perturbacién en los elementos 25
y 26 piezoeléctricos. Asi, las vibraciones del objeto de medicion se pueden detectar con precision mientras el resorte
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35 helicoidal carga elasticamente la unidad 20 de deteccién de vibraciones y hace que la punta 21d de la sonda 21
de deteccion sobresalga de la carcasa 10.

En el dispositivo 1 sensor segun la primera realizaciéon, se proporciona la parte 23f de recepciéon de resorte que
sobresale hacia fuera desde un punto medio axial de la pared cilindrica del soporte 22 (soporte 23 metélico), y el
resorte 35 helicoidal entra en contacto con la parte 23f de recepcion de resorte para cargar elasticamente el soporte
22 hacia delante. Con esta configuracion, la unidad 20 de deteccion de vibraciones puede estar dispuesta con una
parte de la misma hacia atras de la parte 23f de recepcion de resorte que se coloca en el resorte 35 helicoidal, como
se ilustra en la figura 2. Asi, en comparacion con una configuracién donde el resorte helicoidal entra en contacto con
una extremidad posterior del soporte (soporte metdlico) para cargar elasticamente el soporte hacia delante, por
ejemplo, la longitud axial (es decir, la longitud en la direccion delantera-trasera) de la carcasa 10 puede reducirse.

Segunda Realizacién

Se describird una segunda realizacién de la presente solicitud con referencia a la figura 3. Esta realizacion es
diferente de la primera realizacién en la configuracion del soporte del cuerpo 2 del sensor y en la ubicacién en la que
es cargado elasticamente el resorte 35 helicoidal. Ahora se describiran las diferencias.

De manera similar a la primera realizacion, un soporte 52 segun esta realizacién esta constituido por un soporte 53
metalico interior y un soporte 54 de resina exterior que aloja y sostiene el soporte 53 metalico. Cada uno de los
soportes 53 y 54 tiene una forma cilindrica con fondo y esta dispuesto coaxialmente con la carcasa 10.

El soporte 53 metalico tiene una configuracién similar a la de la primera realizacion excepto que no se proporciona la
parte 23f de recepcion de resorte. Especificamente, el soporte 53 metalico seguin esta realizacion incluye una parte
53a de gran didametro y una parte 53b de didmetro pequefio que tienen diferentes didmetros de paredes cilindricas y
estan dispuestas en este orden desde la parte posterior, y tiene una pared 53c inferior que tiene un orificio 53d de
insercién en el que se inserta y se fija la extremidad posterior de una sonda 21 de deteccién. En el soporte 53
metalico, las disposiciones y configuraciones de los elementos 25 y 26 piezoeléctricos, las placas 27 y 28 de
electrodos, un peso 29, un resorte 31 de Belleville y las tapas 32 son similares a las de la primera realizacion. De
manera similar a la primera realizacion, la superficie interior de la parte 53b de diametro pequefio del soporte 53
metalico tiene una parte 53e de guia que sostiene las periferias exteriores de los elementos 25 y 26 piezoeléctricos y
las placas 27 y 28 de electrodos.

El soporte 54 de resina esta dispuesto delante del soporte 53 metalico y aloja la parte 53b de diametro pequefio y
una parte importante de la parte 53a de gran didmetro del soporte 53 metdlico. En esta realizacion, el soporte 53
metalico también es fijado (sostenido) de tal manera que la parte 53b de diametro pequefio del soporte 53 metalico
se ajusta a presién en el soporte 54 de resina. De manera similar a la primera realizacién, una pared 54c¢ inferior del
soporte 54 de resina tiene un orificio 54d de insercion en el que se ajusta la parte 21b de diametro intermedio de la
sonda 21 de deteccion.

En esta realizacion, el resorte 35 helicoidal esta configurado para entrar en contacto con el soporte 54 de resina para
cargar elasticamente el soporte 54 de resina hacia delante. Es decir, en esta realizacién, una extremidad
(extremidad posterior) del resorte 35 helicoidal es sostenida por un anillo 36 elastico de manera similar a la primera
realizacién, y la otra extremidad (extremidad frontal) del resorte 35 helicoidal esta en contacto con el soporte 54 de
resina. El resorte 35 helicoidal carga elasticamente el soporte 54 de resina (soporte 52) hacia delante para cargar
elasticamente, por ello, una unidad 20 de deteccién de vibraciones hacia delante de manera que una punta 21d de la
sonda 21 de deteccion sea hecha sobresalir de la carcasa 10. Especificamente, el soporte 54 de resina tiene una
parte 54b de recepcién de resorte grueso en una extremidad (extremidad posterior) de una pared 54a lateral. Es
decir, la parte 54b de recepcion del resorte sobresale hacia fuera desde un punto medio axial de la pared cilindrica
del soporte 52. La superficie periférica exterior de la parte 54b de recepcién del resorte esta en contacto con la
superficie interior de una parte 11 de gran diametro de la carcasa 10. La otra extremidad (extremidad delantera) del
resorte 35 helicoidal estd en contacto con una superficie posterior de la parte 54b de recepcion del resorte del
soporte 54 de resina. De esta manera, el resorte 35 helicoidal carga elasticamente el soporte 54 de resina hacia
delante para cargar elasticamente, por ello, la unidad 20 de deteccion de vibraciones hacia delante.

En el dispositivo 1 sensor segun la segunda realizacion, el resorte 35 helicoidal esta configurado para entrar en
contacto con el soporte 54 de resina para cargar elasticamente el soporte 54 de resina. Asi, es posible reducir la
perturbacion causada por vibraciones y una fuerza excepto las de un objeto de medicién y aplicadas a la sonda 21
de deteccién. Es decir, incluso cuando se transmiten vibraciones y una fuerza excepto las del objeto de medicién al
soporte 54 de resina a través de la carcasa 10 y el resorte 35 helicoidal, el soporte 54, que esta hecho de resina,
atenla las vibraciones y la fuerza transmitida al soporte 54. Asi, es posible reducir la perturbacion aplicada desde el
soporte 54 de resina a la sonda 21 de deteccion. De esta manera, las vibraciones del objeto de medicidon pueden
detectarse con mayor precision. La otra parte de funcionamiento y ventajas son similares a las de la primera
realizacién.

Tercera Realizacion
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Se describira una tercera realizacion de la presente solicitud con referencia a las figuras 4 a 10. Esta realizacion es
diferente de la primera realizacién en la configuracién del soporte del cuerpo 2 del sensor y en la ubicacién en la que
se carga elasticamente el resorte 35 helicoidal. Ahora se describiran las diferencias.

Como se ilustra en la figura 4, de manera similar a la primera realizacién, un soporte 62 segun esta realizacion esta
constituida por un soporte 63 metdlico interior y un soporte 64 de resina exterior que aloja y sostiene el soporte 63
metalico. El soporte 63 metalico tiene una forma sustancialmente cilindrica, y el soporte 64 de resina tiene una forma
sustancialmente cilindrica con un fondo. Cada uno de los soportes 63 y 64 esta dispuesto coaxialmente con una
carcasa 10.

El soporte 63 metalico incluye una parte 63a de gran diametro, una parte 63b de didametro intermedio y una parte
63c de diametro pequefio que tienen diferentes diametros de la pared cilindrica y estan dispuestas en este orden
desde la parte posterior, y la extremidad posterior de una sonda 21 de deteccidn es insertada y fijada en la parte 63c
de didmetro pequeno. Especificamente, la parte 21a de gran diametro de la sonda 21 de deteccion esta dispuesta
en la parte 63b de didametro intermedio del soporte 63 metdlico, y una parte posterior de la parte 21b de diametro
intermedio es insertada en la parte 63c de diametro pequefo. La parte 21a de gran didmetro de la sonda 21 de
deteccion tiene un didmetro mayor que el diametro interior de la parte 63c de diametro pequefo, y esta en contacto
con una parte escalonada formada por la parte 63b de diametro intermedio y la parte 63c de diametro pequefio. En
el soporte 63 metalico, las disposiciones y configuraciones de los elementos 25 y 26 piezoeléctricos, las placas 27 y
28 de electrodos, un peso 29, un resorte 31 de Belleville y las tapas 32 son similares a los de la primera realizacion.

El soporte 64 de resina esta dispuesto delante del soporte 63 metdlico y aloja la parte 63c de diametro pequefio y la
parte 63b de diametro intermedio y las partes principales de la parte 63a de gran diametro del soporte 63 metalico.
Especificamente, el soporte 64 de resina incluye una parte 64b de gran didametro y una parte 64c de diametro
pequefio que tienen diferentes diametros de una pared 64a cilindrica y estan dispuestas en este orden desde la
parte posterior. En el soporte 64 de resina, la parte 63a de gran diametro del soporte 63 metalico esta dispuesta en
la parte 64b de gran diametro, y la parte 63b de diametro intermedio y la parte 63c de diametro pequefo del soporte
63 metalico estan dispuestas en la parte 64c de diametro pequefio. De manera similar a la primera realizacion, una
pared 64d inferior del soporte 64 de resina tiene un orificio 64e de insercion en el que se inserta la parte 21b de
diametro intermedio de la sonda 21 de deteccion.

En esta realizacion, el estado de sujecion del soporte 63 metélico en el soporte 64 de resina es diferente al de la
primera realizacion. Como también se ilustra en las figuras 5 y 6, el soporte 63 metalico tiene dos lenglietas 63d. Las
lenglietas 63d sobresalen radialmente hacia fuera desde partes, en la direccion axial, de la pared cilindrica del
soporte 63 metalico, cada una de las cuales se extiende parcialmente a lo largo de la circunferencia de la pared
cilindrica. Las lenglietas 63d sobresalen de la pared cilindrica de la parte 63a de gran diametro. Las dos lengletas
63d estan dispuestas a lo largo de la direccion circunferencial de la pared cilindrica, estan opuestas entre si (es
decir, desplazadas entre si 180°) y se extienden circunferencialmente. Como también se ilustra en las figuras 5, 7 y
8, el soporte 64 de resina tiene dos ranuras 64f axiales y dos ranuras 64g circunferenciales en la superficie periférica
interior de la pared 64a cilindrica. Las dos ranuras 64f axiales se extienden en la direccion axial del soporte 64 de
resina, y se extienden desde la extremidad posterior de la parte 64b de gran diametro hasta un centro
sustancialmente axial de la misma. Las dos ranuras 64f axiales estan dispuestas a lo largo de la direccién
circunferencial de la parte 64b de gran didametro (pared 64a cilindrica) y estdn opuestas entre si (es decir,
desplazadas entre si 180°). Las dos ranuras 64g circunferenciales estan dispuestas delante de las ranuras 64f
axiales en la parte 64b de gran didmetro, y se proporcionan en una parte de las porciones circunferenciales de la
parte 64b de gran diametro. Las dos ranuras 64g circunferenciales se extienden en la direccién circunferencial de la
parte 64b de gran diametro y estan opuestas entre si (es decir, desplazadas entre si 180°). Las ranuras 64f axiales
estan desplazadas de las ranuras 64g circunferenciales en 90°. En esta realizacion, el numero de lengletas 63d, el
namero de ranuras 64f axiales y el nimero de ranuras 64g circunferenciales no estan limitados a los ndmeros
descritos anteriormente, y pueden ser uno, tres 0 mas.

En esta realizacion, como se ilustra en la figura 5, el soporte 63 metalico se inserta en el soporte 64 de resina desde
la parte posterior del soporte 64 de resina. En esta insercion, las lenglietas 63d del soporte 63 metdlico se insertan
en las ranuras 64f axiales del soporte 64 de resina. Cuando el soporte 63 metalico se insertan para entrar en
contacto con la pared 64d inferior del soporte 64 de resina, las lengletas 63d del soporte 63 metalico sobresalen
hacia delante, fuera de las ranuras 64f axiales (véase figura 9). A continuacién, se gira el soporte 63 metalico (ver
una flecha hueca en la figura 9) de manera que las lengletas 63d del soporte 63 metélico se inserten en las ranuras
649 circunferenciales del soporte 64 de resina y el soporte 63 metalico es fijado (véase figura 10). De esta manera,
el soporte 63 metélico se aloja y se sostiene en el soporte 64 de resina. Asi, en el soporte 62 segun esta realizacién,
es posible garantizar la prevencion de la separacion del soporte 63 metalico del soporte 64 de resina.

En esta realizacion, un resorte 35 helicoidal esta configurado para entrar en contacto con el soporte 64 de resina
para cargar elasticamente el soporte 64 de resina hacia delante. Es decir, en esta realizaciéon, una extremidad
(extremidad posterior) del resorte 35 helicoidal esta soportada por un anillo 36 elastico de manera similar a la
primera realizacion, y la otra extremidad (extremidad frontal) del resorte 35 helicoidal estd en contacto con la
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superficie de extremidad posterior de la pared 64a cilindrica en el soporte 64 de resina. El resorte 35 helicoidal carga
elasticamente el soporte 64 de resina (soporte 62) hacia delante para cargar elasticamente, por ello, una unidad 20
de deteccion de vibraciones hacia delante de manera que una punta 21d de la sonda 21 de deteccién sea hecha
sobresalir de la carcasa 10.

En el dispositivo 1 sensor segun la tercera realizacion, el resorte 35 helicoidal esta configurado para entrar en
contacto con el soporte 64 de resina para cargar elasticamente el soporte 64 de resina de manera similar a la
segunda realizacion. Asi, es posible reducir la perturbacion causada por vibraciones y una fuerza excepto las de un
objeto de medicién y aplicadas a la sonda 21 de deteccién. Asi, las vibraciones del objeto de medicién pueden
detectarse con mayor precision. La otra parte de funcionamiento y ventajas son similares a las de la primera
realizacién.

Otras realizaciones

Las ubicaciones (ubicaciones de solicitacién) de los soportes 22, 52 y 62 con las que el resorte 35 helicoidal entra en
contacto no se limitan a las descritas en las realizaciones anteriores y pueden ser cualquier ubicacion siempre que
los soportes 22, 52 y 62 puedan ser cargados elasticamente hacia delante. Por ejemplo, en la primera realizacion, el
resorte 35 helicoidal puede entrar en contacto con una extremidad (extremidad posterior) de la parte 23a de gran
diametro del soporte 23 metalico para cargar elasticamente, por ello, el soporte 23 metalico hacia delante.

Aunque las realizaciones anteriores estan dirigidas al dispositivo 1 sensor fijado a un objeto de medicién y utilizado
para medir vibraciones y otros parametros del objeto de medicion, la técnica dada a conocer en esta solicitud
también puede obtener ventajas similares para un dispositivo 1 sensor de tipo practico que se empuja contra un
objeto de medicién a mano de un operador para la medicion.

El dispositivo 1 sensor segln la presente solicitud puede detectar solamente vibraciones de un objeto de medicién
sin la unidad 40 de deteccién de temperatura.

Aplicabilidad industrial
La técnica dada a conocer en la presente solicitud es Util para un dispositivo sensor que detecta vibraciones de un
objeto de medicidn empujando una sonda de deteccidn contra el objeto de medicién.

DESCRIPCION DE CARACTERES DE REFERENCIA

1 dispositivo sensor

10 carcasa

21 sonda de deteccion

22,52, 62 soporte

23, 53, 63 soporte metalico

23f parte de recepcién del resorte
24,54, 64 soporte de resina

25, 26 elemento piezoeléctrico

29 peso (miembro de empuje)

31 resorte de Belleville (miembro de empuje)
32 tapa (miembro de empuje)
63d lengleta

649 surco circunferencial
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REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo (1) sensor que comprende:

una carcasa (10) cilindrica;

una unidad (20) de deteccion de vibraciones que incluye

una sonda (21) de deteccion,

un soporte (22, 52, 62) cilindrico con fondo que tiene una pared inferior en la que se inserta y se fija una
extremidad posterior de la sonda (21) de deteccion, y

un resorte (35) que esta dispuesto hacia atras de la unidad (20) de deteccidn de vibraciones, esta configurado
para entrar en contacto con el soporte (22, 52, 62) para cargar elasticamente el soporte (22, 52, 62) hacia
delante y hace que una punta (21d) de la sonda (21) de deteccion sobresalga desde la carcasa (10),

en donde

la punta (21d) de la sonda (21) de deteccion esta configurada para ser empujada contra un objeto de
medicién para detectar la vibracion del objeto de medicién,

caracterizado por que un elemento (25, 26) piezoeléctrico se sostiene en el soporte (22, 52, 62) dispuesto
hacia atras de la sonda (21) de deteccién y configurado para entrar en contacto con la extremidad posterior
de la sonda (21) de deteccion

y porque la unidad (20) de deteccién de vibraciones incluye ademas un miembro (29, 31, 21) de empuje
sostenido en el soporte (22, 52, 62) y configurado para empujar el elemento (25, 26) piezoeléctrico contra la
extremidad posterior de la sonda (21) de deteccion, estando dispuesta la unidad (20) de deteccion de
vibraciones en la carcasa (10).

2. El dispositivo (1) sensor de la reivindicacién 1, en donde

el soporte (22, 52, 62) incluye una parte (23f, 54b) de recepcion de resorte que sobresale hacia fuera desde un
punto medio axial de una pared cilindrica del soporte (22, 52), y el resorte (35) esta en contacto con el parte (23f,
54b) de recepcion de resorte del soporte (22, 52)

3. El dispositivo (1) sensor de la reivindicacién 1, en donde

el soporte (22, 52) incluye un soporte (53, 63) metélico interior y un soporte (54, 64) de resina exterior que
aloja y sostiene el soporte (53, 63) metdlico, y
el resorte (35) esta en contacto con el soporte (54, 64) de resina.

4. El dispositivo (1) sensor de la reivindicacion 3, en donde

el soporte (63) metalico tiene forma cilindrica, e incluye una lengleta (63d) que sobresale hacia fuera de una parte,
en direccion axial, de una pared cilindrica del soporte (63) metélico y se extiende parcialmente a lo largo de una
circunferencia de la pared cilindrica, y el soporte (64) de resina tiene una forma cilindrica e incluye una ranura (64g)
circunferencial que se proporciona en una parte circunferencial de una superficie periférica interior del soporte (64)
de resina y en la que se inserta la lengueta (63d) de manera que el soporte (63) metélico se sostiene en el soporte
(64) de resina insertando y girando el soporte (63) metalico en el soporte (64) de resina.
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FIGS 63 (62)
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